
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

レーザ加工は、非接触で高精度な加工が可能であり、電子部品、自動車、医療機器など、

幅広い産業分野で活用されています。近年では、製品の小型化・高機能化に伴い、熱影響

を抑えながら微細な切断、穴あけ、接合、表面改質などを実現するレーザ微細加工が注目

されています。 

本セミナーでは、レーザ微細加工を考える上で必要となるレーザ光の特徴や材料との相

互作用などの基礎をわかりやすく説明するとともに、切断、溶接、表面改質といったレー

ザ加工技術について解説します。さらに、金属、セラミックス、ガラス、プラスチックへ

の加工事例に加え、光強度分布制御や空間光位相変調器（LCOS-SLM）といった最近技術も

紹介します。レーザ加工装置の導入・選定、加工品質の向上、新たな加工方法を検討され

ている皆様のご参加をお待ちしております。 

 

定 員 ２０名程度 

受講 料  １,０００円（当日ご持参ください。） 

お申込み 

 
下記の URL からお申込みください。 

 https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31197695.html 

締 切 令和８年１１月６日（金） 

担 当 石川県工業試験場 機械金属部 技 師 水口 佑太 

 
 

お問合せ 

 

 

 

 公益財団法人 石川県産業創出支援機構 

 成長プロジェクト推進部 次世代講座担当 

 〒920-8203 金沢市鞍月 2丁目 1番地（石川県工業試験場 企画指導部内） 

 E-mail： j-seminar@isico.or.jp  TEL:(076)267-8081 

  
主  催  公益財団法人 石川県産業創出支援機構 

協  力  石川県工業試験場 

[概  要] 
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